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１．概要（Summary） 

スマートフォンなど小型機器への環境センサ搭載が期

待されているが、センサチップは MEMS メンブレン構造

を有しており、ブレードダイシング時の衝撃やダイボン材

の変形・変質によって特性が変動してしまう問題がある。 

そこでまず、レーザーダイシングを用いて衝撃を抑えた

個片化を行った。また、ダイボン材が安定化するキュア条

件出しを行うために、イナートオーブンを用いて N2 雰囲

気下のキュアを行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・レーザダイシング装置/Mahoh Dicer ML200 

・紫外線照射装置/LED-4082 

・エキスパンド装置/TEX-21BG 

・イナートオーブン/DN610I 

【実験方法】 

自社工場で作製した MEMS メンブレン構造を含む

wafer をレーザダイシング装置で加工し、エキスパンド装

置およびに紫外線照射装置でチップ個片化を行った。 

また、チップを基板上にダイボンし、N2雰囲気下にした

イナートオーブンを用いてキュアを行った。 

その後、自社工場でワイボン等の組立を行い、評価を

行った。 

 

 
Fig. 1 Results of shear test after cure. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

wafer を問題なく個片化することができた。加工にレー

ザーダイシング装置を用いたことで、パッケージ組立後の

評価では良好なセンサ特性が得られた。また、キュア条

件とダイボンのシェア強度の関係性を得ることが出来た

（Fig. 1）。 

今後、キュア条件と信頼性の関係性を評価していく。 
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